
リワーク可能なエッジボンド接着剤 、 CBGAおよびBGA サーマルサイク
ル性能を向上させ、アンダーフィルを置き換える

エッジボンド接着剤 、アンダーフィルよりも
るかに処理が簡単です。アンダーフィルを使用する
場合、ボード 毛細管現象による流れを促進するた
めに予熱され、十分な材料を堆積させるために複数
塗布経路が使用されます。

UA-2605で 、接着剤 塗布地点（beads） 4つだ
け、各コーナーに1つずつ必要です(図1)。ボードを
予熱する必要 なく、アンダーフィル（フロー） 流
れを待つ必要もなく、複数 塗布経路も必要ありま
せん。
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ザイメット社 リワーク可能なエッジボンド接
着剤UA-2605を導入しました。これにより、CBGA
とプラスチックBGA 熱サイクル性能が向上しま
す。UA-2605 CBGA 0°C（から）～+100°C 熱
サイクル性能を3倍 2500サイクル近くまで高め
ました。以前 、こ レベル パフォーマンスを
達成するに アンダーフィルが必要でした。

アンダーフィルで接着したBGA リワーク作
業 時間がかかり、繊細な作業です。アンダー
フィル残留物(図2)を除去する必要があり、ファイ
ンピッチBGA 場合、パッド 損傷 リスクが高
くなります。UA-2605を使用すると、BGA 手直し
、単純で簡単です。温度が上昇し、接着剤が

削り取られた後、BGAがリフローされ、ボードか
ら持ち上げられます。基板 クリーニング ほと
んど必要ありません。

ザイメット マイクロエレクトロニクスおよび
電子接着剤および封止材 メーカーです。製品
に ダイアタッチ接着剤、基板接着剤、UV硬化
性グロブトップおよびキャビティ充填封止材、お
よびアンダーフィル封止材などがあります。
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図２. アンダーフィルBGA取り外し後、

アンダーフィル残留物 除去する必要がある。

図１. エッジボンド接着CBGA


